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ϱЦрЕᵵ  

 

[ḼỘ ]   株式会社荏原製作所  

 

[ḼỘ ID]   6361 

 

[ϱЦрЕᾠ῎]  JPN 

 

[ϱЦрЕ ]  投資家カンファレンス  

 

[ϱЦрЕ ]   EBARA IR Day 2025  

 

[ ]    2025 年 11 月 18 日  

  

[Ⱳḧ]    10:00 – 12:31 

（合計：151 分、登壇：63 分、質疑応答：88 分） 

 

[ᵫ℗ ]   インターネット配信 

 

[ [יּ   4 名 

執行役 CFO     渕田 徹也（以下、渕田） 

執行役 精密・電子カンパニープレジデント     

       南部 勇雄（以下、南部） 

執行役 建築・産業カンパニープレジデント  

永田 修 （以下、永田） 

IR・広報統括部長    落合 恒毅（以下、落合） 
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›：本日はご多用のところ、EBARA IR Day 2025にご参加いただきまして誠にありがとうござ

います。ただ今より、会を始めさせていただきます。 

本日の資料は、当社ホームページに掲載しておりますので、そちらもご覧いただきながらご参加い

ただきますようお願い申し上げます。 

それでは、私どもの出席者をご紹介します。精密・電子カンパニープレジデントの南部勇雄、建

築・産業カンパニープレジデントの永田修、CFO の渕田徹也、IR 担当執行役です。司会は、IR 広

報統括部の落合が務めます。よろしくお願いいたします。 

本日のスケジュールです。本日は 2 セッション構成とし、質疑応答はセッションごとに行います。

渕田よりごあいさつさせていただいた後、セッション 1 を開始します。終了時刻は 12 時 30 分を

予定しています。 

はじめに、IR 担当執行役の渕田よりごあいさつさせていただきます。 
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：CFO の渕田です。本日は、EBARA IR Day 2025にご参加いただきましてありがとうござい

ます。また、皆様におかれましては、日頃から当社グループの事業活動にご関心をお寄せください

ましてあらためて御礼を申し上げます。 

さて、当社の IR Day は、2021 年の第 1 回目から数えて 5 回目の開催となります。今回の IR Day

では、現在の中期経営計画 E-Plan2025 において成長事業と位置付けている、精密・電子と建築・

産業を取り上げて、それぞれの事業責任者から事業戦略をご説明します。 

 

2 つのセッションに先立ち、私から 2035 年に向けたありたい事業ポートフォリオについて簡単に

説明します。 

まず、当社の投資戦略について説明します。こちらのスライドは、E-Plan2025 の 3 年間のセグメ

ントごとのキャッシュジェネレーションとキャッシュアロケーションのイメージを示したもので

す。 

E-Plan2025 では、将来の成長を見据えた戦略的投資を重視し、当社の 5 つの事業の中でも特に大

きな成長が期待できる、精密・電子において優先的に生産能力の増強や先端半導体製造に向けた研

究開発など、今後の需要を見据えた設備投資を積極的に展開してきました。 

今後は、過去に行った投資のリターンを刈りとるとともに、成長投資を継続するステージと捉えて

います。 
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こちらは、先日の決算説明会でもご説明したように、成長分野への投資を進めていく中で、10 年

先を見据えた、2035 年にありたい事業ポートフォリオのイメージになります。 

右側の棒グラフは、売上構成比のイメージとなります。現在、5 セグメント事業の売上は、合計

9,000 億円程度ですが、10 年後には 1.5 倍から 2 倍の規模への成長を目指しています。 

この成長を牽引する主なドライバーは、グローバルに発展する精密・電子、それから建築・産業、

エネルギーの 3 つのセグメントです。これらが、将来確固たる 3 本柱となっていくイメージを持っ

ています。 

左側の五角形は、事業ポートフォリオのイメージです。3 本の柱となる事業、精密・電子、建築・

産業、エネルギーのうち、本日取り上げる精密・電子と建築・産業についてご説明します。 

精密・電子は、急激な市場成長を見せており、半導体製造の技術もめざましい進化を遂げていま

す。一方で、半導体特有のボラティリティは依然として存在しますが、以前と比べて小さくなって

はいます。その中で、当社は将来の市場成長を上回る成長を見据えた生産体制の強化や、半導体の

進化に追随した高付加価値ソリューションの開発、強化に取り組んでいます。 

建築・産業は、安定的に市場が成長しており、継続的なニーズとしては、省エネ、それから省人化

があります。精密・電子やエネルギーに比べて、収益性や効率性が若干劣る部分がある中で、3 本

目の柱として、省エネソリューションの開発や、M&A による付加価値の取り込みにより、ポート

フォリオの安定化を図ってまいります。 
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皆様には、このあと事業責任者からご説明するそれぞれの事業戦略をお聞きいただき、両事業の成

長をご理解いただけましたら幸いです。 

私からの説明は以上となります。ありがとうございます。 

 

›：それでは、セッション 1 を開始します。精密・電子カンパニープレジデントの南部勇雄より

精密・電子カンパニーの中長期事業戦略について説明させていただきます。 

 

 

：精密・電子カンパニーの南部でございます。本日は皆さん、ご参集いただきましてありがと

うございます。 
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これから、精密・電子カンパニーの中長期事業戦略についてご説明させていただきます。 

本セッションでは、はじめに、私たち精密・電子カンパニーの全体の概要を説明し、次に当カンパ

ニーに属する 3 つの事業セグメントの概要をご説明します。最後に、半導体製造装置市場の技術の

ロードマップと、それに対して当カンパニーがいかに事業を推進し、事業規模を拡大していくかと

いう戦略をご説明したいと思います。 
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最初に、概要をご説明します。当カンパニーでは、その基本的方針として、お客様の品質と効率向

上に貢献し、半導体の進化と脱炭素社会を支えることを掲げています。 

ご存じのとおり、半導体はさまざまな産業の現在および未来の進化を支えるために必要不可欠な存

在であり、その市場は今後も成長を続けることが予測されています。 

半導体の製造において、高密度化、供給能力の向上、また安定化という要求に加え、省電力化、脱

炭素化といった環境負荷低減のニーズも高まってきています。これらのニーズに応えるため、製造

装置やコンポーネント機器も進化を継続しています。 

こうした半導体の進化に貢献する当カンパニーの 3 つの事業セグメント、CMP 事業、その他装置

事業、コンポーネント事業を紹介します。 

まず、2024 年の売上のパイチャートをお示ししています。こちらの 56%を占めるのがウェーハ平

坦化に用いられる CMP 装置になります。次に、現時点では売上比率は少ないのですが、その他装

置事業として、電解めっき装置、またベベル研磨装置を展開しています。 

3 つ目として、売上収益の残り約 40%を占めるのが、コンポーネント事業となっており、こちらは

主力のドライ真空ポンプに加え、排ガス処理装置、オゾン水製造装置、EUV 露光装置向け排気シ

ステムといった製品を擁しております。 

これらの 3 つの事業を通じて、半導体分野のお客様へ当社の強みである確かな技術ときめ細やかな

サポートを提供していきます。 



 
 

 

 

 

 
8 

 

 

こちらは、半導体工場における当カンパニーを含む荏原グループ製品の使用例を示したスライドに

なります。 

当カンパニーでは、まず半導体工場のクリーンルーム内で直接半導体の製造を担う装置類、先ほど

申し上げた CMP、めっき装置、ベベル研磨装置を提供しています。、またクリーンルームの下に

サブファブと呼ばれるエリアがあり、メインの装置をサポートする補機が置かれているエリアです

が、そちらにコンポーネント機器を提供しています。 

また、荏原グループ全体としては、半導体工場の稼働を支える機器として、サブファブのさらに下

にある機械室の中に、給水ポンプ、また屋上には冷却塔といった製品もラインナップしており、各

半導体工場のそれぞれのレイヤーに、ソリューションを提供しています。 

このように、プロセス装置からサブファブ、またユーティリティまで広くカバーする製品群によ

り、お客様の安定稼働と環境負荷の低減という両面をサポートしていきたいと考えています。 
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こちらには、業績の推移を示しています。コロナ禍をきっかけとした生活様式の変化、またその後

も AI に代表される半導体需要の急増を契機に、2020 年以降業績は右肩上がりで成長してまいりま

した。 

売上成長は、今期 2025 年末、2020 年比で 2 倍以上となることを見込んでいます。この間、生成

AI などによる半導体市場の拡大、高集積化の進行や中国市場の急伸を背景に CMP 事業は大きく成

長しました。 

また、その他装置事業では、先端パッケージ市場の拡大を受け、めっき装置、ベベル研磨装置の事

業規模も拡大しつつある状況です。 

コンポーネント事業も、業界トップレベルの省エネルギー性能を誇るドライ真空ポンプを中心に製

品競争力を磨き、事業成長しています。 

半導体製造工程の進化に伴う高効率と脱炭素の両立という、半導体産業の大きなチャレンジに向け

て、われわれ独自のソリューションを開発、提供していき、事業成長を目指していきたいと考えて

います。 
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こちらには、当カンパニーのグローバルのネットワークをお示ししています。お客様の工場がある

所には、われわれの拠点を作って、納入装置のサポート、またドライ真空ポンプのオーバーホール

といった事業を展開しています。 

日本では、当社の藤沢事業所に精密・電子カンパニーとしての本部を構えており、そちらに製品開

発およびコンポーネント製品の主力生産工場という機能を有しています。一方で、熊本事業所は装

置系の量産工場としての機能を有しています。 

また、今まさに装置、機器を多数出荷している状況に伴い、アフター事業も拡大しており、その需

要に応えるために、国内では藤沢、熊本の両事業所に加えて、東北および鈴鹿地域にオーバーホー

ル工場を有しています。 
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続いて、当社の中期経営計画、E-Plan2025 における当カンパニーの事業戦略の概要と進捗につい

てご説明します。 

今中計で、当カンパニーは財務面の事業目標として営業利益率 17%以上、2022 年から 25 年の売

上 CAGR15%以上を掲げて事業を進めてまいりました。 

今中計における当カンパニーの 2 つの基本方針です。製品・サービスの提供だけにとどまらず、お

客様のプロセスやユーティリティ理解に根ざした課題解決による価値提供を実現すること。また、

地域別戦略からグローバルアカウント戦略への転換を通じて顧客のグローバル戦略を支え、それを

通じて荏原製品のシェア拡大を図ること。 

この 2 つの方針に沿って、次の 3 つの基本戦略を掲げています。1 つ目は、製品・ソリューション

開発力の強化です。コンポーネント事業では、従来比約半分という小型化を実現した新型排ガス処

理装置の販売を開始しました。ドライ真空ポンプとの柔軟な組み合わせによる新たなソリューショ

ンとして、現在拡販を進めています。 

CMP をはじめとする装置事業では、スケーリングの微細化に加えて、先端パッケージなど多様化

する半導体のさらなる高集積化ニーズに対応するソリューション開発体制を強化しています。その

一環として、藤沢事業所内に今年 6 月に新たな研究開発施設を竣工しました。 

また、昨年からは先端パッケージ技術に関するニーズの高まりに合わせた新型めっき装置の販売も

開始しています。 
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基本戦略の 2 つ目は、生産能力の増強です。装置製品の量産を担う熊本工場において、昨年末に新

生産棟を竣工し、5 月より稼働を開始しています。また、ドライ真空ポンプの主力生産拠点である

藤沢 V7 工場における自動化をさらに進展させるとともに、今中計では、台湾でのドライポンプ生

産工場としては 2 つ目となる工場の建設も開始しています。 

お客様により近い場所でのサービス&サポート体制の整備も引き続き進めており、今年はドライ真

空ポンプの新たなオーバーホール工場として、東北工場を稼働させています。 

基本戦略の 3 点目は、グローバルでの事業インフラ再構築を掲げています。基本方針である、アカ

ウント戦略の企画・実行、推進する機能の強化、サプライチェーンについても、海外調達拠点の強

化などグローバルでの事業インフラの強靭化を積極的に進めています。 

また、当社では、グループとしての ERP 導入も進めており、当カンパニーにおいても国内外の複

数拠点にて稼働を開始しています。 

これらの成長戦略の進捗により、先ほど説明した、財務面での事業目標に関して、3 年間の売上

CAGR15%以上については、市場成長が期待を下回りましたが、わずかに未達ではあるものの近い

水準で成長を遂げてきたと考えています。 

半導体業界は、ご存知のとおりボラティリティが大きく、今後も単年度業績はその影響を受けると

は考えていますが、中長期的に市場が成長していくのはコンセンサスだと考えており、今後も先行

投資を着実に実施し、市場を上回る成長を成し遂げられるよう引き続き事業を推進してまいりま

す。 
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こちらには、E-Plan2025 の事業戦略として、非財務面の目標を掲げています。SDGs が掲げるマ

テリアリティのうち、当カンパニーでは、持続可能な社会づくりへの貢献と、進化する豊かな生活

づくりへの貢献を重要事項として掲げています。 

持続可能な社会づくりへの貢献では、半導体製造プロセスに関する環境性能の高度化ニーズが高ま

る中、使用状態と製品製造における GHG 排出量の削減、水使用量の削減等を掲げています。 

進化する豊かな生活づくりへの貢献に関しては、14 オングストローム世代の半導体製造技術に対

応した要素技術の開発を KPI として、その達成に向けた活動を続けてきています。 
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続いて、精密・電子カンパニーに属する 3     つの事業セグメントの概要を説明します。 

 

はじめに、CMP 事業の概要をご説明します。当社は CMP 事業を 1992 年から開始し、半導体製造

技術の進化に貢献してまいりました。 
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CMP、すなわち Chemical Mechanical Polishing というのは、ウェーハ平坦化技術で、半導体デ

バイス面を、砥液を使用しながら研磨し、平坦化や膜厚の均一化を図る技術です。その平坦度は、

直径 300 ミリのウェーハで数ナノメートルレベルを実現する高さになっています。 

事業初期の 1990 年代当時、当社は業界初のドライイン・ドライアウトコンセプトにより、研磨と

洗浄の統合を業界初で実現しました。半導体デバイス平坦化の生産性が大幅に向上し、CMP を半

導体製造になくてはならないプロセスに押し上げたと自負しています。 

さらに、今日では高集積化を実現するための重要なプロセスとして、世代を重ねるにつれ採用工程

数が増えており、今後ますます進んでいく半導体の微細化や高集積化において、新たな製造技術や

新材料の採用においても CMP 装置は重要なプロセスと期待されています。 

当社では、2030 年に向けて、CMP 市場は今後も CAGR9%以上の高成長を続けると想定していま

す。これまでに当社は、この CMP 装置を累計 4,000 台以上出荷しており、現在グローバルシェア

は 2 位という状況になっています。 

今後も、30 年以上にわたる技術開発における蓄積や、特許などを活かした差別化戦略により、引

き続き成長を目指してまいります。 

 

続いて、その他装置事業についてご説明します。当社は、CMP 以外の半導体製造装置として電解

めっき装置とベベル研磨装置事業を展開しています。 
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めっき装置は、半導体に欠かせないメタル膜を電解めっきプロセスにより成膜する装置です。当社

製品は、先端パッケージ領域の配線向けを対象として事業を行っています。ベベル研磨装置は、ウ

ェーハのベベルと呼ばれるエッジ部などを研磨し、不要膜や汚染源を除去して、次の工程に合わせ

た形状にする装置です。 

近年は張り合わせ工程等が増えて、ウェーハのエッジやベベル等を整える用途にも使用され始めて

おり、今後もさまざまな適用可能性が期待されています。 

めっき装置、ベベル研磨装置、いずれの装置も今後生成 AI をはじめとするデータセンター、HPC

が牽引する先端パッケージ技術市場の拡大に合わせて装置需要の拡大が見込まれておると考えてい

ます。 

めっき装置の市場に関しては、2030 年に向けて CAGR10%以上の市場成長を想定しており、事業

拡大を推進していきたいと考えています。 

 

最後に、コンポーネント事業の概要についてご説明します。本事業は、半導体工場内のクリーンル

ーム階下のサブファブエリアで使用される製品、ソリューションを提供しています。 

こちらは、荏原の祖業であり、強みである回転機器、ポンプ技術を応用したドライ真空ポンプと、

世界トップレベルの省エネルギー性能、省フットプリント性能を武器に大きな需要を拡大、開拓し

てまいりました。累計の出荷台数は 25 万ユニットを超え、グローバルシェア 2 位を誇っていま

す。 
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また、本事業は、ドライ真空ポンプのほか、排ガス処理装置、オゾン水製造装置や EUV 露光装置

向け排気システムといったラインナップをそろえており、顧客の半導体製造に貢献しているところ

です。 

半導体製造プロセスでは、環境性能に関するニーズが俄然高まってきています。機器単体の省エネ

にとどまらず、排気系システムのインテグレーションといった形で圧倒的な環境価値提供を目指し

てまいります。 

 

ここからは、精密・電子カンパニーの今後の事業拡大に向けた具体的な戦略について、半導体製造

技術のロードマップと照らし合わせてご説明します。 
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こちらのページでは、半導体市場の技術進化とそれに連動した当カンパニーの成長戦略についてご

説明します。 

半導体技術は、この数年で微細化が 3 ナノから 2 ナノ世代への量産へと移行してまいりました。需

要サイドでは、特にこの 3 年間、生成 AI が成長ドライバーの中心となり、市場が大きく拡大して

います。 

当社はこれまで、CMP やコンポーネントなどの主力製品で売上を伸ばすとともに、先端パッケー

ジ領域へめっき装置やベベル研磨装置を適用し、ビジネス領域を拡大してまいりました。 

その結果、E-Plan2025 期間の売上 CAGRは 12.9%となることを見込んでおり、Wafer Fab 

Equipment 市場の CAGRが 3%程度であるのに対し、大きく上回る成長を実現しています。 

今後の見立てとして、半導体市場は引き続き中長期で成長し、2030 年には 1 兆ドル市場となると

見込まれています。 

それに伴い、Wafer Fab Equipment 市場も拡大を続ける見込みです。今後の技術トレンドは、従

来の微細化に加え、積層化、先端パッケージ技術の進化へと進んでまいります。また、これらと並

行して、環境性能の高度化も業界全体の不可避な方向性であると当社は考えています。 

こうしたトレンドの進化は、当社事業領域の重要性を高めると考えており、CMP やドライ真空ポ

ンプといった主力製品に加え、めっき装置、ベベル研磨装置、排ガス処理装置など、全ての製品ラ

インナップで工程数が増加し、当社のビジネス成長につながると考えています。 
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具体的には、微細化、積層化トレンドにおいては、精度の高い平坦化ニーズが拡大し、積層化、

3D 化により研磨工程が増加することで CMP のニーズは拡大します。 

微細化に必須である EUV 露光の普及や、多くの真空プロセスの高度化に伴い、新たな真空排気、

排ガス処理プロセスへのニーズが拡大、コンポーネント製品による真空排気ソリューションの需要

拡大にもつながります。 

先端パッケージでは、CMP に加え、めっき装置の活用領域が拡大し、ベベル研磨装置も歩留まり

改善で重要な成長機会となっていきます。 

半導体製造におけるカーボンニュートラル実現に向け、環境性能に対する要請も高まってまいりま

す。ドライ真空ポンプや、各種コンポーネント機器類に求められる省エネルギー性能は、当社の強

み領域であり、重要な成長機会と捉えています。 

当社は、回転機器メーカーとしての製品力とソリューション提供力、そして荏原グループとしての

総合力を活かし、市場を上回る成長とシェア拡大を目指します。 

 

このページ以降で、当社の強みが活かせる具体的な技術分野について詳細を説明します。 

最初に、コンポーネント事業についてご説明します。当事業では、省エネ・省フットプリント・イ

ンテグレーションをキーワードに圧倒的な提供価値を目指しています。 
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半導体の微細化・高集積化が進むにつれ、製造装置のプロセスステップ数やマルチチャンバー化が

増加し、それに伴い電力消費や設置スペースも増大する傾向にあります。これに対し、当社は回転

機械メーカーとしての長い経験と総合力を活かし、この課題を解決します。 

具体的には、ポンプの形状や制御の最適化などを図り、省エネ、省フットプリント化を進めてまい

ります。 

一例として、昨年販売を開始した、従来比約半分の製品の高さを実現した排ガス処理装置、この製

品をドライ真空ポンプとユニット化することで、製造装置をサポートするサブファブでの圧倒的な

省スペースを実現します。 

配管長の大幅な短縮により、大きな省エネ効果も得られるソリューションとして、現在多くのお客

様に評価を開始いただいています。 

 

続いて、装置事業の戦略についてご説明します。半導体製造工程は、従来、前工程、後工程と呼ば

れる区分で認識されてきていますが、近年の半導体の進化に伴い、ウェーハ貼り合わせなどの中工

程と呼ばれる工程が新たに出現しています。 

また、AI 半導体を中心として、後工程では複数チップを統合する先端パッケージングの需要が増

加しています。 

当社は、この 2 つの大きなトレンドを、CMP、めっきおよびベベル研磨装置のさらなる事業成長

の重要な機会と捉えています。 
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当社事業の拡大に向けたキープロセスとして、次の四つを掲げます。詳細は、次ページ以降で説明

します。 

1 つ目は、前工程、中工程における Hybrid Bonding と呼ばれる技術を使った、Memory Device の

3D 積層技術に対応する CMP、2 つ目として、こちらも前工程、中工程における Advanced Logic

と呼ばれる領域での Backside PDN を中心とした新たな需要に対応する CMP、ベベル研磨装置で

す。 

3 つ目として、中工程でも特にウェーハを張り合わせて積層する工程に対する CMP、ベベル研磨

装置、めっき装置。4 つ目として、後工程での先端パッケージ向けの CMP、めっき装置です。 

 

1 つ目に、メモリの 3 次元積層化における CMP の事業拡大の機会についてご説明します。 

AI 需要はデータセンターにおけるメモリの数量増加だけでなく、飛躍的な性能向上を要求してい

ます。これに対して、メモリ半導体においても、これまでの微細化に加え 3D 化、すなわち 2 枚以

上のウェーハを貼り合わせる技術が必要とされています。 

微細な回路を持つ複数のデバイスを張り合わせるための技術として、Hybrid Cu Bonding を行うた

めのカッパー層の平坦化工程が CMP としては増加します。 

また、配線層の増加、電極形成工程の増加に伴い、メタル層酸化膜の平坦化プロセスが増加し、

CMP のニーズが高まっています。 
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2 つ目に、ロジック半導体の高性能化における成長機会です。ロジックの性能向上と微細化が進む

中、従来の配線材料であるカッパーでは、工程効果やエレクトロマイグレーション耐性の低下が課

題となっています。 

この解決策として、コバルト、ルテニウム、モリブデンなどの新しい金属材料の適用が検討されて

おり、この流れは新メタル材料の CMP 工程増加に直結します。 

Backside PDN の採用については、半導体の微細化が進みますと、信号線と電源線をウェーハ表面

に集積することで、配線スペースの圧迫や動作干渉と言われる効率低下が深刻になっています。 

この課題を解決するため、次世代の最先端半導体では Backside PDN と呼ばれる技術が採用されて

います。これは、信号線をウェーハ表面に、電源線をウェーハの裏面に形成する革新的なアプロー

チです。 

Backside PDN の採用と、その後のデバイスの複数貼り合わせによる高集積化は、当社に大きな成

長機会をもたらします。 

まず、CMP では、裏面での配線や貫通電極を作る工程が増加するため、平坦化ニーズが増加しま

す。ベベル研磨装置においては、ウェーハエッジ近傍で残った不要膜や汚染源を事前に除去し、貼

り合わせる等のアプローチが検討されており、そういった領域において、歩留まり改善にも大きく

貢献すると考えています。 



 
 

 

 

 

 
23 

 

 

3 つ目は、積層化による高性能化です。積層化には、ウェーハを重ねてからチップに切断する製法

と、ウェーハの上にチップを積層する方法があります。 

いずれの積層方法においても、当社装置群の適用機会が拡大します。Hybrid Cu Bonding に必要な

配線層の形成や、貼り合わせ面の精密な平坦化工程が増加するのが CMP になります。 

めっき装置では、積層に不可欠な電極形成において機会が増加します。ベベル研磨装置では、積層

直前にウェーハのエッジ近辺、またベベルに残留する不要膜を除去し、積層プロセスにおける歩留

まりを改善する可能性があると考えています。 

今後、当社は、CMP とベベル研磨プロセス両方を持つメーカーとしてこの 2 つの技術を組み合わ

せた、われわれにしか提供できないソリューション提供を目指していきたいと考えています。 
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最後に、チップレット化による高性能化、特に先端パッケージにおけるインターポーザを例に挙げ

ます。近年の生成 AI の普及により、異種チップ同士を、インターポーザなどを介して接続する技

術が大きく進展しています。この領域でも、配線層を作るために当社の CMP、めっき装置につい

て事業拡大の機会があります。 

特に CMP については、これまで前工程での使用が主でしたが、この先端パッケージング領域で

は、前工程の技術が後工程へと適用の範囲が拡大されると考えており、新たな機会の創出だと考え

ています。 



 
 

 

 

 

 
25 

 

 

こちらは、これまでの 5 ページを要約したスライドです。生成 AI 向け製品を中心に、高集積化・

効率改善の動きが進んでおり、微細化に加えて、Backside PDN 、Hybrid Bonding Memory 、HCB

などの 3 次元積層、貼り合わせ技術の大きなトレンドがあります。 

今までご説明したとおり、それぞれの領域で拡大機会があると考えており、今後こういった領域に

注力してまいりたいと考えています。 
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最後に、まとめとして、あらためて精密・電子事業の 3 つの成長ドライバーを説明して、私からの

説明を終わらせていただきたいと思います。 

第 1 の成長ドライバーは、半導体市場のボリューム全体が中長期で拡大すること、そしてその成長

に伴って半導体製造装置市場も大きく拡大すると予測されていることです。 

第 2 の成長ドライバーは、プロセス全体の中での当社が取り組む CMP、めっき装置、ドライ真空

ポンプ、排ガス処理装置といった装置の重要性の高まりと、採用工程数の拡大となります。 

CMP については、従来の微細化に加え、積層化、先端パッケージ、後工程といったところを先ほ

どもご説明しました。めっき装置に関しても、先端パッケージのニーズ、ベベル研磨装置に関して

も、中工程、また先端パッケージでのニーズが増えてくると考えています。 

コンポーネント事業製品においては、微細化に加えて、積層化需要の拡大により、さらに真空を利

用する製造工程が増えてまいると考えており、需要はますます拡大すると考えています。 

第 3 の成長ドライバーは、特にこれまでご説明してきたメタル CMP や環境性能といった当社の強

みの部分が活きる技術領域が非常にあることです。 

これらが、当社の決定的な成長機会となり、シェア拡大が可能となる素地となっていると考えてい

ます。 

長くなりましたが、以上で精密・電子カンパニーの中長期事業戦略についてのご説明を終わらせて

いただきます。ご清聴ありがとうございました。 
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›：それでは、セッション 2 を開始します。建築・産業カンパニープレジデントの永田修より、

建築・産業カンパニーの概要と成長戦略を説明させていただきます。 
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ֶ ：建築・産業カンパニーの永田です。本日はご参加ありがとうございます。 

私から、建築・産業カンパニーの概要と成長戦略ということでご説明したいと思います。アジェン

ダに沿ってご説明します。 

 

まず、われわれの建築・産業カンパニーがどのようにしてできたかを少し     ご説明します。 
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2023 年より前は、風水力機械カンパニーというカンパニーがあり、23 年から従来の製品別組織か

ら対面市場別の組織に変えて、風水力機械カンパニーはわれわれの建築・産業カンパニーとエネル

ギーカンパニー、それからインフラカンパニーという 3 つのカンパニーに分かれました。 

われわれの建築・産業カンパニーは、対面市場としては、建築設備、それから産業全般の設備とな

っています。従来の製品面としては、標準ポンプ、冷熱機器、それから送風機などが含まれていま

す。 

 

ここから建築・産業カンパニーの概要についてご説明します。 
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われわれの対面市場は、先ほど申し上げたように、建築設備の市場、これは主にマンションやオフ

ィス・商業ビルなどです。それから産業市場では、産業全般の製造設備、それから建物内などに使

われるユーティリティを扱っています。 

先ほど申し上げたように、ポンプ、冷熱機器や送風機なのですが、住宅などマンション、具体的に

言うと 4 階建以上のマンションにはポンプが必要になってきますので、そこでわれわれの給水ポン

プユニットが使われています。 

それから、産業用で言いますと、産業の製造プロセスなどには、液を輸送するプロセスがかなり多

くありますので、そういったところにわれわれの産業用ポンプが使われています。あとは、製造プ

ロセス、産業のプロセスの中で冷却しなくてはいけないプロセスはかなり多くありますので、そう

いったものにわれわれの冷熱機器が多く使われています。 

われわれは社会の快適な生活と産業の発展を裏方で支えていく事業となっています。 
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これが、その中でも建築設備市場の代表例で、これは商業ビル、オフィスビルなどをイメージして

います。こういったところに、われわれのさまざまな製品が使われているという例です。 

大きくは空調用で、建物の空調用の冷凍機、冷却塔、それから冷却ポンプです。それから、風を送

る送風機、給水、水道の圧が足りないところに上げるには必ず給水ポンプが必要なので、そのよう

なポンプです。 

それから、ビルから出た排水用に排水ポンプが必要になってきますので、こういった機器、それに

加えて、ある一定の規模の建物には消火設備が義務付けられているので、その消火用のポンプユニ

ットなどが一般的な建設設備の主な用途です。 
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次が、産業市場です。非常に幅広く特定の産業ではありませんが、一般的に産業プロセスの中で液

の輸送に使う産業ポンプ。それから、特定の用途になりますが、産業用のチラーや一般的な工場全

体を冷やす給水付きの冷温機です。 

それから、機械装置の中でポンプを必要とする装置がありますので、そのような装置に組み込まれ

るポンプもわれわれの産業用のラインナップとして持っています。 
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われわれの対面している市場の市場規模をここで表しています。グローバルでは約 2.7 兆円のポン

プの市場と、冷熱機器は約 1 兆円の市場に対面しています。 

その中で各地域の市場規模は、欧州、それから北米などが非常に大きく、あと東アジア、これは中

国を中心としてかなり市場があるという内訳になっています。 

その中で、われわれの足元のシェアは 6%台ということで、今後 10 年間でこのシェアを 2 倍にす

ることを目標に活動しています。 

この右側の表に、地域別の GDP の予想を入れています。われわれの対面市場は、GDP の成長や     

人口の増減にリンクしている傾向が強いです。 

ご承知のとおり、先進国においては横ばい、発展途上国においてはまだ成長が続いていて、これが

全体の市場感になります。 

 

これは、われわれの建築・産業カンパニー業績の推移です。足元、今期の着地予想で申し上げます

と、売上収益で 2,420 億円、ここ 4 年間ぐらいの CAGRで 7.7%の売上成長はしてきています。 

地域的に見ますと、日本が約 4 割で、その他が約 6 割、その他の中でも中国を含むアジアが大きな

シェアを占めているという地域別の売上構成になっています。 
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E-Plan の 2025 の中では、われわれの事業の目標として、売上の CAGRを 6%以上、営業利益率

7%以上という目標を掲げており、2025 年度の計画では、CAGRについても 7%程度、それから営

業利益についても 7%を予想していますので、この目標に沿って事業展開をしています。 

ここに E-Plan の最終年度の進捗をここに掲げています。M&A を最近手掛けており、     M&A によ

る製品ポートフォリオの拡充、販路拡大が、事業の成長に寄与しています。 

 

ここは、事業の現状と将来的な見込みです。足元では世界で約 130 万台のポンプを製造、販売し

ています。荏原グループの中でも非常に数の多い製品となっています。 

その中で、シェアで申し上げますと、標準ポンプは、国内シェアは約 3 割で No.1。それから冷却

塔の国内シェアも No.1 となっています。 

一方で、われわれの世界的なシェアは、先ほど申し上げたように 6%台半ばぐらいですので、まだ

まだ日本以外の市場においては成長の余地はかなり大きいです。 

この下に書いていますのが、最近われわれの事業として力を入れている活動です。まずは、遠隔監

視ソリューションということで、近年のお客様の人手不足に対応するために、遠隔監視という事業

がかなり強くなっていっています。 

それに対応して、われわれは EBARAメンテナンスクラウドというシステムを開発し、機器の遠隔

監視を実現しています。 
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もう一つ、お客様の省エネニーズに対応するために、省エネソリューションという活動を強化して

おり、その代表例として、インバータ内蔵の高効率のモータを開発しています。 

また、先ほどご説明したように、グローバルネットワークの拡充ということで、M&A 等を活用し

て、世界中にわれわれの製品を販売できるネットワークを構築しています。 

 

グローバルの拠点です。非常に数が多く 32 社あり、その中で 29 社が海外ということで、中国を

はじめ各地域において製造を担う関係会社と販売を担う会社を設立してきています。 

こういった販売網、製造網の拡充のために近年 M&A を頻繁に行っており、その結果、グローバル

なネットワークが今の状態になっています。 
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ここからは、E-Plan の進捗状況と、今後のわれわれの活動の方向性を説明したいと思います。 

 

E-Plan2025 では、全社のテーマである顧客起点での価値創造に基づいて、3 つの基本戦略、具体

的に申し上げますと、ソリューション事業の強化、成長市場の取り込み、それからグローバルでの

事業インフラの再構築という基本戦略の下、活動を行っています。 
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具体的に、ソリューションに関しては、ポンプ、冷凍機、冷却塔と、今までは製品単位で営業も含

めて活動していたものを、単品の販売から、機器を組み合わせたソリューションでお客様の課題を

解決していす。 

それから、先ほどご説明したように、機器にセンサーを取り付けて遠隔監視を行うことにより、新

たなビジネス展開を始めています。 

成長市場の取り込みに関しては、産業市場に向けて、具体的には、データセンターや産業チラーに

よる半導体市場への拡販を行いながら、成長市場の成長の機会をわれわれも捉えていく活動をして

います。 

そのほかには、アフリカ等の新興国において、製品ラインナップの販路を獲得することにより、将

来的に成長が期待できる事業への足がかりも作っているところです。 

 

ここから、ソリューションについて詳しくご説明したいと思います。 

まず前提として、われわれのカンパニーの事業は、代理店販売が主体です。売上の 7 割、8 割は代

理店経由の販売となっています。 

もちろん、代理店の販売は重要ではあるのですが、一方で、代理店販売をすると、われわれの機器

がどこに納まっているかがなかなかわからない。サービス＆サポート等も能動的にわれわれから取

り組みを行うことが難しい状況です。そのため、お客さんとつながることが非常に重要だと思って

います。 
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そのつながるためのツールとして、QiDe というセンサーを開発。このセンサーを機器に取り付け

ることにより、販売したお客様の機器がどのような稼働状態にあるのかがわかるということで、能

動的なサービス＆サポートのアプローチができる、そんな目的のためにこれを活用しています。 

具体的には、QiDe という振動や温度を測るセンサーを機器に取り付ける、それから冷凍機等はす

でに遠隔監視システム、RISSAがありますので、こういったものを EBARAメンテナンスクラウド

という 1 つのクラウドにデータを集約し、われわれがそれを見ると、オーナー様、ユーザー様にも

そのデータを見ていただけるような環境を構築しています。 

これにより機器の状態を監視できるようになりますので、故障の予知につながり、お客様が日頃、

人手をかけて日常点検を行っているものに代えて、この遠隔監視システムによって、かなり標準

化、省力化が実現できます。 

また、データは価値ですので、このデータをわれわれが吸収することにより、今後、新たな提案、

ビジネスモデルの展開も考えられる利点があります。 

具体的には、この QiDe センサーをわれわれの機器、他社の機器含めて取り付けて、累計 8,000 個

以上のセンサーが市場に取りついている状態になっています。 

8,000 個と言えば数が多いように聞こえるのですが、われわれのポンプだけでも市場には 1,000 万

台ぐらいあると思いますので、順次このセンサーを取り付けて、データをさらに取り込みながら、

新しいビジネスモデルの開発を考えています。 
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具体的な導入例としては、京王電鉄様です。定期点検の作業が標準化できた、突発的なトラブルを

避けられた、危険の場所での作業を減らせたなどの評価をいただいています。 

この右下に、具体的なセンサーが取りついている写真があります。われわれの機器もしくは他社の

機器のモータ部分やポンプ部分にこういった QiDe のセンサーを付けて、そこからのデータを先ほ

ど申し上げた EBARAメンテナンスクラウドに集約し、一元管理できるシステムです。 

 

次は、省エネソリューションの例ということで、IVM というモータをご説明したいと思います。モ

ータは非常に多くの電力を消費し、世界の消費電力の 50%以上はモータで消費されていると言わ

れています。 

そのモータの中でも、ポンプ用のモータはその 20%を占めると言われていて、モータの消費電力     

削減は、社会全体の電力削減に貢献できると考えています。 

もちろん、昨今エネルギーコストがかなり上がっていることもありますので、お客様にとっても経

済的なメリットになると考えます。 

どのような製品かというと、右下にポンプなどの写真が載っていますが、一見普通のモータです。

この中に PM モータという効率の高いモータに、インバータが内蔵されていますので、従来のポン

プと取り替えることにより、即座に省エネ運転が可能になる製品です。 
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ポンプはもちろん性能がいい、悪いはあるのですが、ポンプ単体での差別化は難しい状況になって

きていますので、われわれとしては、モータと制御を一体化し、そこで差別化できるポイントを作

り上げていこうと考えています。それを実現するのが、この IVM というモータです。 

 

こちらは IVM を使ったポンプの省エネ率の例です。2 割から 7 割と非常に高い省エネ率を実現で

きますので、脱炭素化とお客様の経済的なメリットも出せると考えています。 
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次は、成長市場への取り組みということで、海外の売上推移を、ここに 2022 年と 24 年で比較し

ています。 

従来の M&A 拠点以外の売上も伸ばしていくと同時に、M&A で取得した事業も伸ばしていくこと

によって、全体の海外の売上高を伸ばしていくところです。 

M&A で各拠点の売上高は、2022 年から 24 年で 1.6 倍に成長しており、M&A を中心とした海外の

売上高の成長は今後も可能と考えています。 

ここに M&A 関連の当社の動きということで、ここ 5 年で買収した会社をピックアップしていま

す。例えば、トルコのポンプメーカやカナダのポンプ・ミキサメーカ、それからドイツのメーカ、

ウルグアイの販社等、ここ近年このような海外の M&A を行っています。 

もちろん、M&A 以外にも、南米や北米を中心に売上を伸ばしてきています。特に北米のデータセ

ンター向けの売上は、近年のデータセンターの需要の拡大により、かなり伸びています。 

一方で、中国の建築設備市場はかなり厳しい状態にあり、この影響で中国における売上は少し減っ

ておりますが、そのほかの北米等の売上増加によりそれをカバーしている状況です。 

 

直近で 2 つの M&A を公表しています。1 つは、三菱電機の三相モータ事業の譲り受け。もう 1 つ

はブラジルのポンプユニット製造会社の持分の譲り受けという 2 つの案件です。 
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三相モータ事業に関してはこのあと説明します。ブラジルのポンプユニット製造販売会社は、ポン

プ単体ではなくユニット化し、消火ポンプ用や農業用に使うことを得意としている会社で、われわ

れとしてもユニット化による付加価値の向上を目指し、その目的に沿った買収となっています。 

 

次のページは、三相モータ事業です。ポンプ単体での差別化はだんだん難しくなり、価格競争に入

っています。その中で、われわれとして差別化していくために、モータと制御を一体化させた高付

加価値製品の開発が必要だと思っており、その目的に沿った買収が三菱電機の三相モータ事業の譲

受です。 

われわれは、現在は内製のモータは多少あるものの、大部分のモータは外部から購入している状況

です。 

それを内製化することで、垂直統合により、コストのシナジーはもちろん出るのですが、それに加

えて、技術を得ることにより、将来的なポンプ制御、モータ制御という組み合わせのソリューショ

ンを開発し、それにより付加価値を上げていきたいという目的で、今回の買収を行っています。 
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もう一つ、成長市場への取り組みということで、近年、非常に注目されているデータセンター市場

についての取り組みをご説明したいと思います。 

この下に、データセンターの冷却方式の推移をお示ししています。従来は建物全体を空冷で冷やす

のが主体でしたが、AI サーバーなど非常に発する熱が大きいサーバーが増えていて、よりサーバ

ー自体を冷やす液冷技術などが市場の中で主力となっています。 

そういった場合は必ず液を輸送しますので、われわれの製品、ポンプが必ず使われます。そういっ

た需要を取り込むために、このデータセンター市場にわれわれは注力しているところです。 

ここのロードマップに、従来、次世代と書いてあります。ダイレクト・トゥ・チップということ

で、チップを直接冷やす冷却において、高効率であると同時に小型の製品が求められてきており、

われわれの技術が大いに貢献できると考えています。 

具体的には、市場としてはアメリカ、中国が今のところ大きいのですが、そのほかの国においても

徐々に広がってきており、日本も含めて、競争力のある製品を供給し、データセンター市場に貢献

したいと考えています。 
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もう一つ、成長市場への取り組みということで、産業チラーという製品を開発し、いよいよ販売す

るところです。これは、先ほど精密・電子カンパニーの南部から説明した半導体市場向けの製品に

なっており、半導体の Etching プロセスで発する熱を冷却する装置になっています。 

この下のパイチャートに示しているように、Etching 装置の電力消費の内訳において 4 割以上がチ

ラーで消費される電力ということで、ここを省エネすることがお客様にとっても非常に重要です。 

その中で、われわれはポンプ、冷凍機、両方作っているメーカーとして、それを組み合わせた形の

産業チラーを開発するというのは、非常に他社製品に比べて省エネを実現できており、お客様で非

常に評価されているところです。 

まだ、足元では売上には貢献していませんが、来年以降、受注を獲得して、売上につなげていきた

いと考えています。 

これはもちろん、精密・電子カンパニーが築いてきた顧客接点や半導体市場におけるプレゼンスが

非常に役に立っており、カンパニー間のシナジーを発揮できた好例だと思っています。 
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最後に、まとめです。われわれは、安定的な成長が期待できる建設市場、GDP や人口の増加によ

り、安定的に成長できる市場であり、ここに対する対応はもちろん行っていきます。 

それに加えて、高付加価値領域への参入ということで、先ほど申し上げた、機器の販売からメンテ

ナンスクラウドや状態監視といった新しいサービスの提供や、データセンターを中心とした成長産

業向けの製品を供給していくことにより付加価値を上げていきます。 

これにより、規模だけではなくて利益率も上げていくことを目指して、事業に取り組んでいきたい

と思っています。 

今後も、荏原グループの基盤を支える事業であり続けるように努力してまいりますので、今後とも

よろしくお願いいたします。 

以上で、私の説明を終わらせていただきます。 

 

 


